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Leonhard Kurz GmbH & Co. KG, 
Schwabacher Strasse 482. DE 90763 FUrth 



Zusammerifassung 



Die Erftndiing betrifft einfe Folie (66) mit zumindest 
Bauelement sowie ein Verfehren zur Henstellung einer 
Grundfolie (61 ) wird sine Kleberschicht aus einem 
Kleber aufgebracht. Die Kleberschicht wirti auf die 
strukturierter Form aufgebracht und/oder derart 
Kleberschicht musterfOrmlg strukturlert aushartet Auf 
efne Transferfolie (41 ), die eine Tragerfolie und eine 
Funktionsschicht aufweist, aufgebracht. Die Tragerfol 
Grundfolie, die Kleberschicht und die elektrtsche 
Folienkdrper abgezogen, wobet In einem ersten 
Bereich die elektrlsche Funktionsschicht auf der 
einem zweiten musterfSrrhig strukturierten Bereich 
Funktionsschicht auf der Tragerfolie verbleibt und 
GmndfoHe (61) abgezogen wird. 

(Fig- 2) 



einbm elektrischen 

solchen Folle. Auf eine 
Str&hlungs-verrietzbaren 
Gnindfoiie in musterfSrmig 
mustejrfSrmig bestrahlt, das die 
die Kleberschicht wird 
ejlektrische 

e (41) wird von dem die 
Funllionsschicht umfassenden 
must arfdmiig staiktiirierten 
Gmndfolie (61) verbleibt und in 
elektrische 
mitlder Tragerfolie von der . 
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Leonhard Kurz GmbH & Co. KG, 
Schwabacher Strasse 482, DE 90763 FQrth 



Verfahren zur Herstellung einer Folie 



Die Erfindung betrifft eine Folie mit zumindest einem 
sowie Verfahren zur Herstellung einer solchen Folie. 



Zur Herstellung yon elektrischen Bauelementen in 
Technotogie, beispieisweise von organischen 
Oder anderen elektrischen Bauelementen aus 
Strukturierung zumindest der leitfahigen Elektrod 
Strukturierung der anderen Schichten solcher 
erforderlich, kann aber die LeistungsfShigkeit solcher 
organischer Halbleiter-Technologie verbessem. Urn 
Bauelemente in organischer Halbleiter-Technologie 



Bauelenente 



elektrischen Bauelement 



or? anischer I 



Halbletter- 
Feldefftfekt-Transistoren (OFETs) 
organischen Polymeren, ist eine 
enscjhicht erforderlich. Eine 
1st nicht unbedingt 
Bauelemente in 
lilstungstahige elektrische 
herstellen zu ktinnen, ist es 
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hierbei erforderlich, die Strukturieaing der Schichten mft hoher AuflOsung und 
Reglstergenaulgkeit durchzufGhren. 

WO 02/25750 beschreibt die Herstellung von Elektrod^n oder Leiterplatten mit 
einem Lithographie-Verfahren. Hierbei wird eine Ieitf3h ge organische Schicht 
aus dotfertem Poiyanilin (PANI) Oder Polyethylendtoxth iophen (PEDOT) durch 
Rakelrr, Aufspriihen, Spin-Coating Oder Siebdruck flScliig auf ein Substrat, 
beispielsweise eine Folie, aufgebracht. Hierauf wird eime dQnne Schicht aus 
Photoresist aufgebracht und strukturiert belichtet Bei der Entwicklung wird die 
frei gelegte Polyanilin-Schicht durch Einwirkung des Eirtwicklers deprotlnlert 
und damit nicht leitend. Mtt einem Ldsemitte! wird der verbleibende Photoresist 
gelost. Vor oder nach diesem Schritt wird die nicht leiti Stage Matrix der 
organischen Schicht mit einem nicht basischen Ldsunjjsmittef herausgelOst. 



WO 02/25750 beschreibt, dass auf eine flachige Fuhl 



? itrukturierung aufgedruckt 



chemische Verbindung, die deprotonierend wirkt, zur ! 
wind. Die Verbindung ist bevorzugt eine Base. Durch eline anschliessende 
( SpOlung werden nicht leltende Bereiche selektiv entfemt 



WO 02/47183 schiagt fOr die Strukturierung von 
Feldeffekt-Transistors vbr, Funktionspolymere in 
Formschicht elnzubringem Die Formschicht besteht 
organischen Material mit isojierenden Eigenschaften, 
eingedriickt wild. In diese Vertiefungen wird dann da^ 
gerakelt Mit diesem Verfahren kohnen somit extrem 
lateralen Abmessungen im Bereich von 2 bis 5 ym 
Methode ist zudem nicht materlalspezifisch, d.h. zur 
Schichten eines organischen Feldeffekt-Transistors 
Viskositatsspanne fQr das Rakel ungleich grosser als 



lonspoJymer-Schicht eine 



Schicrrten eines organischen 
Verti sfungen einer 
ai[is einem anderen 
n das ein Stempei 
Funktionspolymer hinein 
fbine Strukturen mit 
en :eugt werden. Die Rakel- 
S trukturierung ailer 
g seignet. Ausserdem ist die 
fQr das Drucken, so dass 
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die Funktlonspolymere weltgehend in ihrer Konsistenz aelassen werden 
kdnnen. Wetter kOnnen relativdicke Schichten im.Bere|ch bis.1 pm erzeugt 
werden. 

DE 100 3-3112 beschreibt ein Verfahren zur Herstellur g vpn elektrischen 
Bauelementen in organlscher Halblerter-Technologie, bei dem 
Funktionspolymere mittels eines Tampon-Druckverfah ^ens auf ein Substrat 
oder eine berelts vorhandene Schlcht aufgebracht werden. 



Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, die Hejjstellung 
Bauelement in organlscher Halbletter-Technologie zu 
Aufbau verbesserter Bauelemente in organischer Haltjleiter- 
anzugeben. < 



leistungsfahiger 
verbessern und/oder den 
Technologie 



Diese Aufgabe wird durch eln Verfahren zur Herstellung einer Folle mit 
zumindest einem elektrischen Bauelement insbesoridore in organlscher, 
Halbleiter-Technologie gelflst. bei dem auf eine Gruncfblie eine Kleberschicht , 
aus einem Strahlungs-vernetzbaren Kleber aufgebracrt wird, die Kleberschicht 
hierbei in musterfdrmig strukturierter Form auf die Ga ndfolie aufgebracht wird 
und/oderderart, musterfdrmig bestrahlt wild (beispiels veise mit UV-Strahlung), 
dass die Kleberschicht mustertQrmig strukturiert aushlrtet, eine Transferfolie, 
die eine Tragerfolie und eine elektrische Funktfonssctiicht autweist, mit einer 
Orientierung der elektrischen Funktionsschicht zur Kleberschicht hin auf die 
Kleberschicht aufgebracht wird und die TrSgerfolie von dem die Grundfblie, die 
Kleberschicht und die elektrische Funktionsschicht ur rfassenden Fofienkarper 
abgezogen wird, wodurch in einem ersten musterfdrmig strukturieren Berelch 
die elektrische Funktionsschicht auf dem GrundkOrperyerbleibt und in einem 
zweiten musterfSrmig strukturieren Bereich die elektrische Funktionsschicht auf 
der TrSgerfolie verbleibt und mit der Tragerfolie von c er Grundfolie abgezogen 
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wind. DIese Aufgabe wird wetter von einer Foile mtt zumlndest einem 
elektrischen Bauelement Insbesondere In organischer Haibleiter-Technologie 
gel5st, die eine Kleberschicht aus elnem Strahlungs-vemetzbaren Kleber 
aufweist, die zwischen einer musterftirmig stmkturierte l elektrischen 
Funklionsschicht und einem FollenkSrper der Folte anc eordnet ist und die 
musterfOrmig strukturierte elektrische Funktionsschicht mtt dem Folienkorper 
verbindet * 

DIese Aufgabe wind welter von elnem Verfahren zur Horstellung einer Foiie mit 
mindestens einem elektrischen Bauelement insbesonc ere In organischer 
Halblefter-Technologie geiast, bei dem auf eine Grund bile eln Strahlungs- 
vernetzbarer Waschlack in musterflirmig strukturierter 
die rriusterfSrmig strokturierte. Waschlackschicht bestmhlt (z.B, mit UV-Ucht) 
wird, so dass die Waschlackschlcht aushSrtet, auf die Waschlackschicht eine 
elektrische Funktionsschicht aufgebracht wird und in einem Waschprozess die 



<iartiber liegenden 



musterfSrmig strukturierte Waschlackschicht mit dem 
Bereich der elektrischen Funktionsschicht entfemt win I, so dass die elektrische 
Funktionsschicht auf dem GrundkSrper in dem muster F6rmig strukturierten 
Bereich veribleibt, auf den keine Waschlackschicht auigebracht worden ist 

Durch die Erfindung wird es mSglich, elektrische Funhtionsschichten eines 
Bauelements in organischer Halblefter-Technologie registergenau und mit 
hoher Aufl6sung zu strukturieren. So ist es beispielsweise mOglich, Abstande 
zwischen einer Source- und einer Drain-Elektrode elnss organischen 
Feldeffekt-Transistors zu erzielen, die geringer als 25 
der Erfindung bestehen darin, dass dieses Verfahren 
fiir den grossindustrieUen Einsatz geeignet ist. So ist i »s durch den Einsatz von 
lithographischen Verfahren zwar mfiglich, hohe AuflOaungen zu era'elen. 
Lithographische Verfahren erfordem andenerseits jed 3ch die DurchfOhrung 



pm sind. Weitere Vorteile 
sehr kostengUnstig und 
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einer Vielzahl von Verfahrensschritten und den Einsatz von hochwertigen und 
teueren Hllfsstoffen: Das Substrat muss beschlchtet, rr asklert, belichtet, 
entwickelt, ge§tzt und gestrippt werden. Weiter wlrd beam Einsatz des 
erfindungsgemassen Verfahrens elne Verbesserung dor Qualttat der 
generierten elektrischen Bauelemente in organlscher V albleiter-Technologie 
erzieit: Bei dem erfindungsgemdssen Verfahren handelt es sich urn ein 
trockenes Verfahren, durch das eine Verunreinigung von haibleitenden 
Schichten weitgehend vermieden wlrd. Die halbleitend an Schichten eines 
elektrischen Bauelements in organlscher H albleiter-Technologie slnd extrem 
empfindiich gegenOber Verunreinigungen, da dlese, boispielsweise durch die 
protonierende Wirkung, bereits in geringen Konzentrationen die elektrischen 
Eigenschaften von haibleitenden Schichten verfindem kttnnen. So ist es 
belspielsweise bei einem lithographischen Verfahren fcaum vermeidbar, dass 
organische halbleitende Schichten durch die notwendigen Entwicklungs-, Atz- 
und StripprProzesse verunreinigt werden. Weiter hat sich gezeigt, dass sich 
belrn direkten Verdrucken von leitfahigen Polymeren c ie erfordertiche 
hochaufiasende Strukturierung von elektrischen Funktionsschichten, 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer ausreich enden 
Reproduzierbarkeit nur mit sehr hohem Autwand erziislen lassen. Dies liegt yor 
allem an der Viskositat der zur VerfOgung stehenden I )ruckstoffe f die eine 
Yerdruckung in ausreichender Dicke und Reproduzier tarkeit, insbesondere mit 
grosstechisch verfGgbaren Drucktechniken, bebindert Weiter wird durch die 
Erfindung eine therrnische Belastung von haibleitenden Schichten wfihrend des 
Herstellungsprazesses vermieden. 

Durch die Erfindung wird somit ein kostengOnstiges, < rossindustriell 
anwendbares Herstellungsverfahr&n fQr Folien mit elektrischen Bauelementea 
in organlscher Halblerter-Technologie angegeben ? da? hotie qualitative 
AnforderUngen erfQHt 
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Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind In deh 
bezeichnet. 



UnteransprGchen 



Erfindung wird die 



GemSss elnes bevonzugten AusfOhrungsbeispieles der 
Kleberschlcht mittels eines Druckverfahrens musterfdnnig strukluriert auf die 
Grundfolie aufgedruckt, die Transforfolie auf die Kleberschlcht aufgebracht die 
Kleberschlcht durch Bestrahlung m'rt Strahlung ausgehartet und so dann die 
Tragerfolie von dem aus Grundfolie, Kleberschlcht unc eiektrischer 
Funktionsschicht gebildeten Folienkorper abgezogen. Damit verblefbt die 
elektrische Funktionsschicht in den Bereichen, die mit deip Stnahlungs- 
vemetzbaren Kleber bedruckt sind. Vorteilhaft ist hier, dass aufgrund der sich 
linterscheidenden Eigenschaften der Drucksubstanz u nd der sich 
unterscheidenden zu erzielenden Schichtdicken sich hQhere Aufldsungen als 
bei dem direkten Verdrucken von leitfahigen Polymers n erzieien lassen. 
Weiterhin ist.es mSglich, kostengQnstige und grossindustriell anwendbare 
Drucktechniken wie Tiefdmck, Offset-Druck und Flexo ■ 
kennen. 



Gemass eines weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbelspieles der Erfindung wird 



•Druck verwenden zu 



ie aufgebracht und so 
Kleberschlcht in einem 



der UV-vemetzbare Kleber voilfiachig auf die Grundfo 
dann musterffirmig mit UV-Licht belichtet, so dass die I 
musterformig strukturierten Bereich aushSrtet. Dann wir die Transferfolie auf die 
Kleberschicht aufgebracht Anschliessehd Wird die Tiiigerfalle von dem aus 
Grundfolie, Kleberschicht und eiektrischer Funktionss ;hicht gebildeten 
Follenkdfper abgezogen. Hierbei verbieibt die elektris ihe Funktionsschicht in 
den musterffirmig strukturierten Bereichen, in denen c ie Kleberschicht nicht 
ausgehartet 1st und noch Uber eine gewisse Klebrigk^it verfOgt, auf der 
Grundfolie. In dem ubrigen Bereich, d.h, in dem Bereish, in dem die 
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Kleberschicht ausgehartet ist, verbleibt die elektrische -unktionsschicht auf der 
Tragerfolie und wird mft der Tragerfolie abgezogen, Durch ein derartiges 
Vorgehen lassen sich strukturierte elektrische Funktionsschlchten In sehr hoher 
Auflfisung auf der Grundfolle erzeugen. Weiter ergeben sfch hier 
Kostenvorteile, da belsplelswelse der Einsatz hochwerjigerTiefdrucfe 
Rasterwalzen nlcht notwendig ist 

Um eine ausreichende Belichtung der Kleberschicht bul den oben 
beschriebenen Verfahren sicherzustelien, ist es vorteilhaft, die elektrische 
Funktionsschicht au(S einem semi-transparenten Material, beispieisweise elner 
sehr dOnnen Metallschlcht, zu bilden und eine Stnahlungs-durchiassige 
Tragerfolie zu verwenden. Hierdurch wird es moglich, lie Kleberschicht von 
Seiten der Transferfolie durch die Transferfolie hindurx ft zu bestrahlen. 
Alternate besteht die Meglichkeit, die Grundfolle Strah lungs-transparent 
auszugestalten und die Kleberschicht von Seiten der Grundfolle durch die 
Grondfolie.hindurch zu bellchten. * 

Gem§ss efnes weiteren bevoraugten AusfQhrungsbeispieles der Erfindung wird ' 
die Kleberschicht nach dem Aufbrlngen der Transferfolie musterffirmig belichtet, 
so dass die Kleberschicht in einem musterformig struK turierten Bereich 
aushartet Anschliessend wird die Tragerfolie vpn dem aus Grundfolie und 
elektrischer Funktionsschicht gebildeten Folienkorper abgezogen. In dem 
Bereich, in dem die Kleberschicht musterformig strukt jriert ausgehartet ist, wird 
die elektrische Funktionsschicht von der Kleberschich t flxiert und verbleibt auf 
dem Grundkorper. In dem Qbrigen Bereich, in dem die Kleberschicht nicht 
ausgehartet ist, verbleibt die elektrische Funktionsschicht auf der Transferfolie 
und wird mit der Tragerfolie abgezogen. Hierbei ist es notwendig, einen 
Strahlunge-vernetzbaren Kleber zu verwenden, der ini nicht ausgeharteten 
Zustand eine geringere Adhasionskraft gegenQber de r elektrischen 
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Funktlonsschicht als die AdhSsionskraft zwischen elektjrlscher Funktionsschfcht 
und derTragerfolie besitzt. 



Der Vorteii dieser Vorgehensweise besteht darin, dass 
Funkfionsschichten in sehr hoher AufiOsung auf der Grundfolie 
kflnnen und dass keine einschrSnkenden Bedingungen 
Strahlungs-Transparenz der elektrischen Funktionssch 
GrundkSrpers bestehen. 



Der Einsatz des Verfahrens im Rahmen eines 
Prozesses wird durch die Verwehdung eines Trommel 
Masken-Belichters mit einem umlaufenden Maskenbaiid 
Bestrahlung der Kleberschicht mit UV-Licht ermSglicht. 



eiektrische 

erzeugt werden 
bezOglich der 
cht und des 



grossinfustriellen RoIle-zu-Rolle- 
Belichters Oder eines 
fOr die musterfSrmige 



Von besonderer Bedeutung fur das erfindungsgemSsse 
Verwendung einer geeigneten Transferfolie, die eine 
Ablflsung der elektrischen Funktionsschicht von der 
Hierbei hat es sich insbesondere als zweckmSssig 
Tragerfoile und elektrlscher Funktlonsschicht eine Ab 



se Verfahren 1st die 
schnelle und prSzlse 
$gerfolie ermoglicht. 
herausgestelit, zwischen 
3seschicht vorzusehen. 



Die eiektrische Funktlonsschicht kann eine elektrisch 
Eine besonders prSzise Durchtrennung der elektrischfen 
Obengang von Bereichen, die auf der einen Seite auf < ier 
anderen Seite auf derTnagerfblie verbleiben, wirel dur|ch 
elektrischen Funktionsschichten erzielt, die leitfihige 
Nano-Partikel, beispieisweise Metall-, Russ- Oder Grdphit- 
Hierbeftiat es sich gezeigt, dass insbesondere Funkt onsschichten 
auf leitfaWgen Nano-Partikein und Bindemittei, 
gertngen Bfndemittelanteil, eine prazise Durchtrennung 



eitfahige Schicht sein. 
Funktlonsschicht am 
Grundfolie und auf der 
den Einsatz von 
3 artike!, vorzugesweise 
■Partikei, enthalfcen. . 
bestehend 
bei einem 
ermttglichen. Weiter hat 



insbesondere 
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es sich' als vorteilhaft gezeigt, die elektrische 
auf die Grundfolie zu komprlmieren. wodurch sich die 
durch die Verpressung der Nano-Partikel erhSht 



Funktionslschicht beim Aufbringen 
elektrische LeHf&higkeit 



Eine hohe Precision der Durchtrennung lasst sich aucri durch den Einsatz von 
dOnnen Metallschichten oder DQnnschichten aus Meta ULegierungen als 
elektrische Funktionsschichten erzielen. We'rter 1st der Einsatz von elektrischen 
Funktionsschichten aus jeitfahigen Polymeren oderamrganisch leitfahlgen 
Schichten, wle z.B, ITO, zweckmSssig, 

Je nach Aufbau des Bauelementes in organlscher Hal rteiter-Technologte 
iassen sich durch den Einsatz von elektrisch nicht leitemden Oder elektrisch , 
leitenden Klebstoffen fur die Kleberschicht.Verfahrensschritte beim Aufbau des 
elektrischen Bauelements eipsparen. Die elektrische F unktionsschicht erbringt 
hierbei innerhalb des elektrischen Bauelements vorzu< jsweise die Funktion 
einer mikrostrukturierten Elektrodenschicht, die eine oder mehrere Elektroden 
des elektrischen Bauelements ausbildet, oder die Fun ction einer 
mikrostrukturierten Halbleitef-Schicht, die ein oder mehrere halbleitende 
Komponenten des elektrischen Bauelements ausbildet. 



Im foigenden wird die Erfindung anhand von mehrerep 
unter Zuhflfenahme der beiliegenden Zeichnungen 



Fig.1 



Fig. 2 



zeigt eine funktionelle Darstellung eines 



Ausfilhrungsbeispielen 
bdispielhaft ertSutert. 



Verf ahrens-Abiaufs 



genr&ss eines ersten AusfuhrungsbeispSeles der Erfindung, 

zeigt eine funktionelle Darstellung eines Verfahrens-Ablaufs 
gemass eines weiteren AusfQhrungsbeiiJpieles der Erfindung. 
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Fig. 3 zeigt eine lunktionelle Darsteilung eines \ 

gem§ss eines weiieren AusfQhrungsbeisf ieles 



Fig. 4a bis ' 

Fig. 4d zeigen Schnitt-Darstellungen von Folienkbrpem fdr den 



Fig. 5a bis 
Fig. 5e 



Verfahrens-Ablauf nach Fig. 1. 



zeigen Schnitt-Darsteilungen von Folienkarpem zur 
Verdeutiichung eines weiteren AusfDhrur gsbeispields der 
Erfindung. 



erfahrens-Ablaufs 
der Erflndung. 



Fig. 1 skizziert einen Ausschnitt aus einem Rolle-zu-l 
mittels dem eine Foiie mit zumindest einem elektrisch^n 
organischer Halbleiter-Technologie hergestelit wird. 



Rplle-Fertigungs-Prazess 
Bauelernent in 



Unterelektrischen Bauelementen in organischer Halb erter-Technologie wertien 
hierbei elektrische Baueiemente verstanden, die zumi idest eine Schicht aus 
einem organischen Halbleiter-Material umfassen. Org anische Haibleiter- 
Materialien, organische leitfahige Materlalien und organische Isolattons- 
Materialien werden hierbei von organischen, metall-organischen und/oder 
anorganischen Substanzen gebildet, die die jeweiligen elektrischen 
Eigenschaften besitzen. Als Funktions-Polymere werclen hierbei solche 
organischen, metali-organischen und/oder anorganisohen Materialien 
bezeichriet die bei dem Aufbau von Bauelementen in organischer Halbleiter- 
Technologie Verwendung finden kdnnen. Der Begriff nmktions-PoIymer 
umfasst demnach auch nicht-polymere Komponenter . Baueiemente, die eine 
organische Halblerter-Schicht Oder Halbleiter-Schichtl jereiche als funktionelle * 
Komponente umfassen. sind beispieiswelse Transistciren, FETs, Triacs, 
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Dioden, usw,. Als organisches Halbleiter-Material kann 
Polythiophen Verwendung finden. 




Fig. 1 zelgt nun eine 'Druckstation 1, eine 
Umlenkrolle 31 und drei Walzen 32, 33 and 34. Eine 
Druckstatlon 1 zugefuhrt. Die von der Druckstation 10 
wird als Folie 52 Qber die Umlenkrolle 31 dem 
das auf die Folie 52 eine von einer Transferfolien-Rollo 
Transferfolie 41 aufbringt. Hlerdurch ergibt sich die Fo 
Belichtungsstation 20 bearbeitete Folie 53 wird ais Fo 
zugefUhrt, wo eine Tragerfolie 42 von der Folie 54 
Folie eine Folie 55 verbleibt. 



hier beispielsweise 



Belichtungsstation 20, eine 

Grundfolie 51 wird der 
bearbeitete Grundfolie 51 
WaSzanfraar 32 und 33 zugefQhrt, 
40 abgerollte 
ie 53. Die von der 
e54derWalze 34 
und als Rest- 



abgezogen 



Bel der Grundfolie 51 kann es sich im einfachsten Fal um eine Tragerfolie 
handeln. Eine solche Tragerfolie besteht bevonzugt aus einer Kunststoff-Folie 
mrt einer Starke von 6 pm bis 200 pm, beispielsweise aus einer Polyester-Folie 
mit einer Starke von 19 pm bis 38 ym. Qblicherweise wird die Grundfolie 51 
jedoch neben einer derartlgen Tragerfolie noch weiter^ in vorangehenden 
Verfahrensprozessen aufgebrachte Schichten aufweisen. Derartige Schichten 
sind beispielsweise Lackschichten, Isolationsschlchten und elektrische 
Funktionsschichten. So istes mtiglich, dass die Grundfolie 51 bereits ein Oder 
mehrere FunkUons-Polymerschichten umfasst, beispielsweise Schichten aus 
organisch leitfahigen Polymeren, wle Polyanilin und Folypyrroi, halbleitende 
Schichten, beispielsweise aus Polythiophen, und Isolationsschichten, 
beispielsweise aus Polyvinylphenol. Hierbei ist es auc h mflglich, dass diese 
Schichten bereits jn strukturierter Form in der Grundft >lie 51 vorliegen. 



Die Druckstation 1 weist eine Farbwanne mit einem 
auf. Mitteis mehrerer Gbertragungswalzen 12 und 13 wird 



•vemetzbaren Kleber 1 1 
der Kleber 1 1 auf den 
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Druckzylinder 14 aufgebracht Der Druckzylinder 14 bedruckt nun die zwlschen 
dem Druckzylinder 14 und einer Gegendruckwalze 15 hindurch laufende 
Grundfblle 51 musterfbrmig strukturiert mit einer Klebefschicht aus dem UV- 
vernetzbaren Kleber 1 1 . 



Bel der Druckstation 1 handelt es slch bevorzugt urn e ne 
Druck-Druckstation. Es ist Jedoch auch meglich, dass 6s 
Druckstation 1 urn eine TIefdruck-Druckstation handelt. 



Die Kleberschicht 57 hat vorzugswelse eine Dicke von 




Als UV-vernetzbare Kleber 1 1 kdnnen bevorzugt folgepde 
werden: 

Foilbond UVH 0002 von AKZO NOBEL INKS und 
VL00OZA von Zeller + Gmelin GmbH. 

Bevorzugt werden die Kleber mit elnem Auftraggewicijt von 1 g/m 2 - 5 g/m 2 auf 
die Grundfolie 51 aufgebracht. 

Durch das Bedrucken ergibt sich so die in Fig, 4b daruestellte Folie 52, bei der 
auf dem Grundkflrper 51 eine musterformig strukturieqte Kleberschicht 57 
aufgebracht ist 



Je nach Art des verwendeten Klebers 11 ist es hierbei 
Folie £2 einen Trockenkanal durchlSuft, in dem die 
beispielsweise bei einer Temperatur von 100 bis 120 



auch meglich, dass die 
Kleberschicht 57 
Cgetrocknetwird, 



Fig, 4a zeigt den Aufbau der Transferfolie 41 . Die Transferfoiie 
Tragerfolie 45, eine AblSseschicht 46 und eine elektri^che 
auf. 



Offset- oder Flexo- 
sich bei der 



0,5 pm bis 10 pm. 



ie Kleber verwendet 
UVAFLEX UV Adhesive 



41 weist eine 
Funktionsschlcht 47 
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Bei der Tragerfolie 45 handelt es sich um eine Kunststoff-Foiie einer Dicke von 
4 bis 75 um. Vorzugsweise handelt es sich bei der Tragerfolie 45 um eine Folle. 
aus Polyester. Polyethylen, einem Acrylat Oder einem < leschaumten 
Verbundstoff. Die Dlcke der Tragerfolie 45 betragt bew wzugt 12 um. 




Die Abloseschicht 46 besteht bevorzugt aus einem We chstyp. Auf die 
Abldseschicht46 kann auch verzichtet warden, wenn <?ie Materialien der 
Tragerfolie 45 und der elektrischen Funktionsschicht 
dass die Adhasionskrafte zwischen der elektrischen F 
der Tragerfolie 45 ein sicheres und scjinelles Abldsen 
Funktionsschicht 47 nicht behindem. 



47 derart gewaM sind, 
imktionsschicht47 und 
der elektrischen 



Die Abl5seschicht46 kann beispielsweise nach folgenjder Rezeptur hergestallt 
sein: 



Abi6seschic ht46 rTrennsr.hir.htt 
Toluol 

Esterwachs (Tropfpunkt 90 °C) 



99,5 T€ 
6,5 



le 

pile 



Vorzugsweise wild die Abloseschicht 46 in einer Dicta) 
die Tragerfolie 45 aufgebracht. 



Je nach der Funktton, die die elektrische Funktionssqi 
herzustellenden elektrischen Bauelements erbringen 
elektrische Funktionsschicht 47 aus elektrisch leitfahi 
Materialien zusammen. Fur den Fall, dass die 
eine elektrisch leitfahige Funktionsschicht bilden soil, 
Mdglichkeiten der Ausgestaitung der elektrischen Funktionsschicht 47: 



soil, 



elektrische 



von 0,01 bis 0,2 um auf 



cht innerhalb des 
L setzt sich die 
len oder halbleHenden 

Funktionsschicht 47 
bestehen folgende 



14 





Zum einen ist es mSglich, dass die elektrische Funktionsschicht 47 von einer 
dQnnen Metailschicht gebildet wird, mit der der aus Tragerfolle 45 und 
AblSseschicht 46 bestehende FoIienkOrper beispielswe Ise durch Bedampfung 
beschichtet wird: Die Dicke einer derartigen dQnnen M atallschicht llegt 
vorzugsweise im Bereich von 5 nm bis 50 nrn, urn eine ausreichend 
hochaufldsende Strukturierbarkeit der eiektrischen Fur ktionsschicht mittels des 
erfindungsgemSssen Verfahrens sicherzustellen. Die Metailschicht kann hier 
beispielsweise aus Aluminium, Silber, Kupfer, Gold, Chrom, Nickel pder aus 
Leglerungen mit diesen Metellen bestehen. 

Besoriders gute Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn als elektrische 
FunktIonsschicht47 eine Schlcht aus ieitfahigen Nano-Partikeln aufgebracht 
wird. Die elektrfsche Funktionsschicht 47 hat beispielsweise eine Dicke von 
50 nm bis 1 pm und setzt sich aus Ieitfahigen Nano-Pnrtikeln und BIndemittel 
zusammen, wobei der Bindemittel-Anteil gering gehallen ist, um ein prazises 1 
Trennen der Schicht 47 zu gewahrieisten. Die Dicke d &r eiektrischen 
Funktionsschicht 47 wfrd hterbei auch wesentlich durch die von def eiektrischen 
Funktipnsschicht47 im Rahmen des eiektrischen Bau elements gefbrderten 
eiektrischen Eigenschaften, beispielsweise spezifisch^rWiderstand, bestimmt 
Hierbei ist es auch mSglich, dass die Leitfahigkeit der Schicht 47 erst bei 
Auftrag der Transferfblie 41 auf die Folie 52 den gewt nschten Wert erreicht 
Durch den bei diesem Auftrag ausgeQbten Druck auf i 
Funktionsschicht 47 wind die elektrische Funktionsstf Icht 47 komprimiert, 
wodurch sich die AbstSnde zwischen den eiektrisch Ic ttfahigen Nano-Partikeln 
verringert und die elektrische Leitfahigkeit der Schich 47 erheblich erhsht wird. 



Waiter ist es auch maglich, als elektrische Funktionsschicht 
sonstigen leitfahigen Materialien, beispielsweise aus 



47 eine Schicht aus 
TO-Materialien <ITO - 
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Indium Zinn Oxide). Oder aus anderen transparenten 
belspielsweise aluminiumdotiertes Zlnkoxld Oder aus 
Polymeren, belspielsweise Polyanilin und Polypyrrol, 



leitfahigen Oxiden, 
eektrisch leitfahigen 
z$i verwenden. 



Wefterhin ist es auch mSglich, dass die elektrische 
einem halbleitenden Material gebildet wird. Hlerzu wird 
Haibleiter-Material auf die Abiaseschicht 46 in flQssiger, 
Suspension aufgebracht und sodann verfestigt. Die 
elektrischen Funktionsschicht 47 wird hlerbei im 
elektrische Funktion dieser Schicht innerhalb des 
Bauelementes bestlmrnt 



Funktionsschicht 47 von 
ein organisches 
; gelSster Form Oder als 
Diike einer derartigen 
wesentiichen durch die 
hera-istellenden elektrischen 



Die leitfahigen Nano-Partikel warden vorzugsweise in 
verdUnnten Dispersion auf die Abiaseschicht 46 aufgejbracht 



Fig. 4czeigtdie Folie 53, d.h. den sich nach Aufbring^n 
die mitder musterfdrmig strukturierten Kleberschicht 

51 ergebenden.Folienkorper. Fig. 4czeigtdie 
57, die elektrische Funktionsschicht 47, die 
Trsigerfolie 45, Der Anpressdruck, mittels dem die 

52 mittels der Druck- und Gegendruck-Walzen 32 unc 
so zu wahlen, dass die musterformige Strukturierung 
hierdurch nicht wesentifch beeinflusst wind. 



-orm einer nicht stark 



der Transfierfolie 41 auf 
bedruckten Grundfolie 
Grundfdlie 51 , die Kleberschicht 
Abiasesch icht 46 und die 

Tralnsferfoiie 41 auf die Folie 
33 aufgebracht wild, ist 
jer Kleberschicht 47 



Die Belichtungsstation 20 nach Fig. 1 weist eine 
Reflektor 22 auf, der die von der UV-Lampe 21 
die Folie 53 bOndelt Die Leistung der UV-Lampe 21 
dass die Kleberschicht 57 beim Durchlauten der 
ausreichenden Energiemenge bestrahlt wird. die eine 



UV-llampe 21 sowie einen 
abgestrahlte UV-Strahlung auf 

\/trd hlerbei so gewahlt, 
Belkjhtungsstatlon 22 mit einer 
sichere Aushartung der 
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AusftlhrungsbaSispiel derErfindung 



Anhand von Fig. 2 wird nun ein woiteres . 
ertSutert 



Fig. 2 zeigt die Druckstation 10, eine Beiichtungsstation 
Beiichtungsstation 23, die Umlenkrolle 31, die Druck 
32 und 33, die AbliJsewaize 34 und die Transferfolien-fcolle 




Die Druckstatlon 10 1st wie die Druckstation 1 nach Fi£ : 
Unterschied, dass der Druckzylinder 14 durch einen D -uckzyllnder 16 ersetzt 
ist, der den Kleber 1 1 voIlflSchig auf eine zugefQhrte Qrundfolie 61 auftfruckt. 
Hierbei 1st es auch moglich, dass die Kleberschicht audle Grundfolie 61 nicht 
durch ein Druckverfahren sondern durch eln anderes I Jeschichtungsverfahren, 
beispielsweise Streichen, Giessen oder SprOhen, autgebracht vtfrd. Welter ist 
es hier auch moglich, dass der Aufdruck der Kleberschicht auf die Grundfolie 61 
ebenfails musterfSrmig erfoigt und damit das hier bescjhriebene Verfahren mit 
dem Verfahren nach Fig. 1 kombinlert wird. 



turv. l tvu v. * , . 



end 



81 , eine 
Gegendruck-Wateen 

40. 



1 aufgebaut, nilt dem 




Die Grundfolie 61 und die auf die Grundfolie aufgedrubkte 
einem UV-vemetzbaren Kieber sind wie die Grundfoli^ 
57 nach Fig. 4b ausgestaltet, mit dem Unterschied, 
57 bevorzugt voilfiachlg auf die Grundfolie 61 aufgedijickt 
Auftragen der Kleberschicht auf die Grundfolie 61 erg 
wird Qber die Umlenkrolle 31 der Beiichtungsstation 



Kleberschicht aus 
51 und die Kleberschicht 
hier die Kleberschicht 
ist Der sich nach 
*bende Folienkorper 62 
zugefilhrt 



dsiss 



81 



Vorzugsweise wird hierbei ein prepolymerer UV-vern< ^tzbarer Kleber verwendet. 



einen 



Bei der Beiichtungsstation 81 handelt es sich urn 
eine Belichtung von Rolle zu Rolle mittels dines mit 
Folie 52 synchronisierten Maskenbandes ermoglicht. 



Masken-Belfchter, der 
dfer Laufgeschwindigkeit der 
Der Masken-Belichter 81 
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Kleberschicht 57 gewahrieistet. Wie in Fig. 1 gezelgt, wird die Folie 53 hierbei 
von Seiten derTragerfolie 45 bestrahlt. Dies ist mbgllcli, wenn als etektrische 
Funkttonsschicht 57 eine transparente oder semi-trans aarente Schicht 
verwendet wird, beispleisweise eine, wie oben ausgeffihrt ausgestaltete, dttnne 
Metallschicht Waiter 1st hierftir erforderlich, dass die T -agerfolle 45 sowte die 
Abloseschlcht46 aus einem UV-transparenten Materiel bestehen. Sollte es 
aufgrund der speaellen Zusammensetzung der elektrisschen Funktionsschicht 
47 nfcht mdglich sein, dlese UV-transparent Oder semi transparent zu gestalten, 
so ist es moglich, die Folie 53 von Seiten der Grundfol e 51 mit UV-Ucht zu 
bestrahlen- In diesem Fall ware dann die Grundfbiie 5' UV-.transparent 
auszugestalten. 

' - 

Durch die AushSrtung der musterf5rmig strukturieren I3eberschicht 57 wind die 
Funktionsschicht 47 an den Stellen, an denen die Kleberschicht 57 vorgesehen 
ist, mit der Grundfolle 51 verklebt Wird so tm folgende n die Tragerfblie 45 von 
dern restlichen Folienkdrper der Folie 53 abgezogen, so haftet die elektrische 
Funktionsschicht 47 in den Bereichen, in denen die Kteberechicht 57 
aufgedruckt 1st an der Grundfbiie 51 und wind so an d esen Steilen aus der 
Transferfolie 41 heraus gelost An den Ubrigen Steiier Qberwiegt die Haftung 
zwischen elektrischer Funktionsschicht 47 und Abiose schipht 46, so dass hier 
die elektrische Funktionsschicht 47 in derTransferfolio 41 verbleibt 




Fig. 4d zeigt nun die Folie 55, d.h- den sich ergebend 
Abziehen der Tragerfolie 45, Fig. 4d zeigt die 
57 und die elektrische Funktionsschicht 47. Wie in Fic i 
Folie 55 nun Qber eine musterfbrmig strukturierte 
47 f die gemass der musterfamnig strukturierten 
Grundfolle 55 angeordnet ist 



sn Follenkorper nach 
Grundfbiie 51, die Kleberschicht 
4d gezeigt, verfflgt die 
elektrische Funktionsschicht 
Kleberschicht 57 auf der 
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weist so mehrere Umlenkrollen 84, e!n Maskenband 8d und eine UV-Lampe 82 
auf. Das Maskenband 83 weist UV-transparente und o >ake Oder reflektierende 
Bereiche auf. Das Maskenband bildet so eine UV-Endbsmaske, die die Folle 
62 gegenQber der UV-Lampe 82 abdeckt und eine kon inuierilche, 
musterfBrmige Bestrahlung der Folie 62 mit UV-Licht ermfiglicht Die 
Geschwlndigkeit des Maskenbandes 83- wird, wie bere ts oben eriaufert, mit der 
Qeschwlndigkeit der Folie 62 synchronisiert, wobei an&tzliche optische 
Marklerungen auf der Folie 62 eine passergenaue Beiichtung ermSglichen, Die 
Leistung der UV-Lampe 82 ist hlerbei so gewShlt, dasu eine.filr die Aushartung 
der Kleberschieht ausreichende UV-Energiemenge de- 
durch deo Masken-Belichter 81 zugefuhrt wircl. 



Voizugsweise wird die Folie vom Masken-Belichter 81 
bestrahlt, 



Anstelle eines mit einem Maskenband arbeitenden 
auch mdglich, einen Trommel-Belichter zu verwenden 
Form einer Trommel verfUgt, Qber die die Folie 62 



Folie 62 beim Durchiauf , 



mit kollimiertem UV^Lfcht 



Mdsken-Beliohters ist es 

, der Qber eine Maske in 
geflhrtwird. 




Durch die musterfdrmige Bestrahlung mit UV-Licht hSrtet die Kleberschieht 
musterfSrmig strukturiert aus, so dass eine Folie 63 rr it ausgeharteten und nicht 
ausgeharteten Beretchen der Kleberschieht dem Wai; :enpaar 32 und 33 
zugefuhrt wird. Durch das Walzenpaar 32 und 33 wire nun die Transferfolie 41 
auf die Folie 63 aufgebracht Die Transferfolie 41 ist t ierbei wie die 
Transferfolie 49 nach Fig. 4a ausgefQhrt Damit ergibi sich eine Folie 64, die 
aus der Grundfolie 61 , einer partiell ausgeharteten Kl sberschicht, der 
elektrischen Funktionsschicht47, der Abldseschicht *G und der Tnagerfoiie 45 
besteht. In den Bereichen, in denen die Kleberschich: riicht ausgehartet ist, ist 
die Kleberschieht noch klebrig, so dass hier Adhasior skrdfte zwischen 
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Kleberschicht und darQber liegender elektrischer Funkt onsschicht 47 wirken. In 
den ubrigen Bereichen, in denen die Kleberschicht ausgehartet 1st, 1st dies nicht 
der Fall- Beim Abziehen der Tragerfolie 45 von dem rertlichen Folienkarper 
haftet damit die elektrische Funktionsschlcht 47 in den 
Kleberschicht nicht ausgeh§rtet ist y an dem GrundkOrper 51 und wird so von der 
Tragerfolie 48 abgelfist In den Obrigen Beretchen bew rken die AdhasionskrSfte 
zwischen der Ablfiseschlcht 46 und der eiektrischen Funktionsschlcht 47, dass 
in diesen Bereichen die elektrische Funktionsschicht 47 nicht abgelOst wird und 
auf der Tragerfolie 45 verbleibt Damlt ergibt sich nach Abziehen der Tragerfolie 
45 eine Folie 65 mit elner partiellen rnusterformigen el *ktrischen 
Funktionsschlcht 47, die Qber eine vollflachige Klebers chicht mit der Gruridfolie 
61 verbunden 1st In einer weiteren Belichtungsstation 23, die wie die 
Belichtungsstation 20 nach Fig. 1 ausgestaltet 1st, wire nun die Kleberschicht in 
den noch nicht ausgeharteten Bereichen vollst&ndig a ^sgehartet, urn eine 
sichere Verbindung zwischen elektrischer Funktionssc hicht 47 und Grundfolie 
61 zu gewahrleisten. Auf die Belichtungsstation 23 kfS inte aberauch verzichtet 
werden. 

Anhand von Fig. 3 wird nun ein welteres AusfQhrungs aeispie! der Erfindung 
erlautert. 

Fig, 3 zeigt die Druckstation 10, die Belichtungsstation 81, die Umienkrolle 31, 
die Druck- und Gegendruck-Walzen 32 und 33, die Apl&sewalze 34 und die 
Transferfolfen-Rolle 40. 



Der Druckstation 10 wird die Grundfolie 61 zugefQhrt 
einer Kleberschicht beschichtet wird, wodurch sich d 
ergibt Auf die Folie 62 wird nun durch das Walzenp 
Transferfolie 41 aufgebracht Die Transferfolie 41 ist 



die wie nach Fig. 2 mit 
life Folie 62 nach Fig. 2 
ajar 32 und 33 die 
lierbel nach Fig. 4a 
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ausgestaltet Es ergibt slch damlt eine Folie 67, die aus 
voliflachigen, nlcht ausgeharteten Kleberschicht, der 
Funktionsschicht 47, der Abldseschicht 46 und 



dor Grundfolie 61 » einer 
elfektrischen 
derTra jerfolle 45 besteht. 



Die Folie 46 wind nun mitteis des Masken-Belichters 8 
wie der Masken-Belichter 81 nach Fig. 2 ausgestaltet 
mitteis des Masken-Belichters 81 ergibt sich darnit 
Grundfolie 61 , einer rnusterfarmig strukturiert 
elektrlschen Funktionsschicht 47, der AblOseschicht 4< 
besteht. 



;eino 



;ausgehaieten 



belichtet, der wiederum 
it Nach der Belichtung 
Foiie 68, die aus der 

Kleberschicht, der 
und der Tragerfolie 45 




Im Gegensatz zu dem Ausfilhrungsbefspiel nach Fig. 
vernetzbarer Kleber verwendet, dessen Adhasionskraft 
elektrischen Funktionsschicht 47 oder gegentlber der 
als die Adhasionskraft zwischen der elektrischen Funktionsschicht 
Tragerfolie 45. NatQrlich ist es auch mCglich, denselbe n 
oder Fig. 2 zu venvenden und durch die Wahl der Matjariailen 
45, des Grundkfirpers 51 Oder der Abifiseschicht46 e\ 
VerteBung der Adhasionskrafte herbefcuftlhren. 




wind hier ein UV- 
gegenQberder 
Grundfolie 61 geringer ist, 
47 und der . 
Kleber Wie nach Fig. 1 
der Tragerfolie 
ne entsprechende 



Wird so die Tragerfolie 45 von dem restlichen Folienk Jrper der Folie 68 
abgezogen, so verbleibt in den Bereichen, in denen d e Kleberschicht 
ausgehSrtet ist und damit die elektrische Funktionsschicht 47 mit der Grundfolie 
61 verklebt, die elektrische Funktionsschicht auf dem Grundkfirper61. In den 
dbrigen Bereichen sind die Adhasionskrafte, die ein />bl0sen der elektrischen 
Funktionsschicht 47 von der Tragerfolie 45 verhinden u grosser als die 
Adhasionskrafte zwischen der elektrischen Funktions schicht 47 und der 
Grundfolie 61 , so dass die elektrische Funktionsschicht 47 in diesen Bereichen 
nicht von der Tragerfolie 45 abgelost wird. 
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Damit ergibt s!ch elne Folie 69, die eine musterfSrmig 
Funktionsschicht 47 aufwelst, die Qber eine 
strukturierte ausgehartete Kleberschicht mitder 



Anhand der Figuren Fig. 5a bis Fig. 5e wird nun beispi jlhaft erlautert, wie 



mittels eines der Verfahren nach Fig. 1, Fig. 2 Oder Fig 



s trukturierte elektrische 
entspneche nd musterfflrmig 
Grund blie 61 verbunden ist. 



3 ein Feldeffekt- 




Transistor in orgarilscher Halblelter-Technoiogie gefeqigt werden kann 

Fig. 5a zeigt eine Grundfblie 90, die aus einer Tragerf^lie 91 und einer darauf 
aufgebrachten Lackschicht 92 besteht 



Bel der TrSgerfolle 91 handelt es sich urn eine Kunstsfcff. 
urn eine Polyester-Folie einer Starke von 19 |jm bis 
92 handelt es sich urn eine Lackschicht aus einem elejktrisch 
Material, die zusStzlich ais Schutzlackschicht wirkt 
vorzugsweise in einer Schichtdicke von 0,5 bis 5 pm 
auf eine zwischen der Tragerfolie 91 und der Lacksch 
Abloseschucht aufgebracht 



mittels eines der 



Auf die Grundfolie 90 wird nun, wie in Fig. 5b gezeigt 
Verfahren nach Fig, 1, Fig, 2 oder Fig. 3 eine elektrisohe Funktionsschicht 94 




Folie, vorzugsweise 
(jrn. Bei der Lackschicht 
isgiierenden 
Lackschicht wird 
die Tragerfolie 91 Oder 
cht 92 liegende 



Disse 
$uf 



Folienkorper, der aus der 



aufgebracht. Damit ergibt sich der in Fig. 5b gezeigte 
TrSgerfolie 91 , der Lackschicht 92. einer KleberschicM 93 und einer 
elektrischen Funktionsschicht 94 besteht. Die elektrische Funktionsschicht 94 
besteht hierbei aus einem elektrisch leitfahigen Material und erbringt innertialb 
des elektrischen Bauelements die Funktion einer Drain- und einer Source- 
Elektrode. Je nach Art der verwendeten Verfahren ist es hierbei rnSglich, dass 
die Kleberschicht 93, wie In Fig. 5b gezeigt, in gleichor Weise musterRJrmig 
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strokturlert 1st wie die elektrische Funktionsschicht 94, oder dass sle vollflSchig 
auf der Kieberschicht 92 in ausgeharteter Form voriiegt . 

Anschliessend wind auf den Folienkdrper nach Fig. 5b *ine halbjeltende Schicht 
aufgebracht, so dass sich der in Fig. 5c gezeigte Folienkdrper, bestehend aus 
der Tragerfolle 91 , der Lackschicht 92, der Kleberschic ht 93, der elektrischen 
Funktionsschlcht 94 und der halbleitenden Schicht 95, ergibt. Ais Materia! fur 
die halbleitende Schicht 95 wird hier Polythiophen vewendet, das in flilssiger, 
gelOster Form oder ais Suspension auf den FolienkiJrpsr nach Fig, 5b 
aufgebracht und dann verfestigt wird. Auch ein muster Srmig strukturierter 
Auftrag der hafbieitenden Schicht 95 ist maglich. ' 

Der FolIenkOrper nach Fig. 5c biidet nun eine GrundfbJie, auf die mittels eines 
der Verfahreri nach Fig. 1, Fig. 2 oder Fig. 3 eine elektrische Funktionsschicht 
97 aufgebracht wind. Fig. 5c zeigt den sich hlerdurch ergebenden FolienkOrper, 
der aus derTragerfolie 91, der Lackschicht 92, der Kfciberechich'tgs, der 
elektrischen Funktionsschicht 94, der halbleitenden St ;hicht 95, der 
Kieberschicht 96 und der elektrischen Funktionsschicht 57 besteht 

Die elektrische Funktionsschicht 47 besteht hier eben ails aus einem elektrisch 
leitfahigen Material und wirkt innerhalb des elektrischen Bauelements ais Gate- 
Elektrode. Die Kieberschicht 51 ist musterfSrmig struwturiert wie die dartiber 
iiegende elektrische Funktionsschicht 97 ausgefbrmt. pel Veiwendung der 
Verfahren nach Fig. 2 oder Fig. 3 ist es aber auch moblich, dass die 



Kieberschicht 96 vollflachig auf der halbleitenden Sch 



In einem weiteren Verfahrensschritt wird nun auf den 
Folienkdrper eine weitere Lackschicht aus einem elektriscfi 
Material aufgebracht, die im weiteren auch die Funktipn 



in Fig. 5d gezeigten 
isolierenden 
einer SchutzschichtfDr 



cht 95 aulgebracht ist 




n vi\ii ivy j 1 1 ; j i 
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die halbleitende Schicht 95 Obernimmt Wie in Fig. 5e gezeigt, erglbt sich somlt 
eine Folie 99, die aus der Tr3gerfolie 91 , den Lackschuphten 92 und 98, der 
halbleitenden Schicht 95, den Kleberschichten 93 und .£6 und den elektrischen 
Funktionsschlchten 94 und 97 besteht. 
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Leonhard KUrz GmbH & Co. KG. 
Schwabacher Strasse 482, DE 90763 FOrth 




(45806DE NZ/ei 



Patentansprflche -: 

1 . Verfahren zur Herstellung einer Folie (55, 66, 69, 9^9) mit zumindest einem 
elektrischen Bauelement, insbesondere in.organis(tfier Halbleiter- 
Technoiogie, 

dadurch gekennzeichnet , 

dass auf sine Grundfolie (51, 61, 90) sine Klebersfchicht (57, 93, 96) aus 
einem Strahlungs-vernetzbaren Kleber aufgebracht wird, dass die 
Kleberschlcht (57, 93, 96) aus einem Strahlungs-vernetzbaren Kleber in 
musterfdrmig strukturierter Form auf die Grundfollo (51) aufgebracht wird 
und/oder derart musterfdrmig bestrahlt wird, dass 
musterfdrmig strukturier aushartet, dass eine f rar sferfolie (41), die eine 
Tragerfblle (45) und eine elektrische Funktionssetteht (47, 94, 97) aufweist, 
mit einer Orientierung der elektrischen Funktionsschicht (47, 94, 97) zur 
, Kleberschicht (57, 93, 96) auf die Kleberschicht (£7, 93, 96) aufgebracht 
wird, und dass die Tragerfolie (45) von dem die Grundfolie (51), die 
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Kleberschicht (57, 93, 96) und die elektijsche 
umfassenden FolienkQrper (54, 64, 68) abgezogen 
ersten musterfOrmlg strukturierten Bereich die 
. (47, 94, 97) auf dem Grundkorper verbleibt und in 
musterfarmig strukturierten Bereich die elektrische 
97) auf der TrSgerfblie (45) verbleibt und mit 
Grundfolie (51, 90) abgezogen wircL 



2, Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet 
dass die Kleberschicht (47) aus einem 
die Grundfolie (51) mtttels eines Druckverfahrens 
aiifgebracht wlrd, dass die Transferfolie (41 ) auf 
strukturierte Kleberschicht (47) aufgebracht wird, 
durch Bestrahlung ausgehartet wird, und dass die 
die Grundfolie (51), die Kleberschicht (57) und die 
Funktionsschicht (47) umfessenden FolienkOrper 
dass die elektrische FunkBonsschicht (47) in dem 
vernetzbaren Weber, musterftirmig beschichteten 
Grundkarper (51) verbleibt, und in dem Ubrigen, 
Tragerfolie (45) abgezogen wird. 



Funktionsschicht (47, 94, 97) 

wird, wobei in einem 
elektrische Funktionsschicht 
€inemzweiten 
=unkttonsschicht (47, 94, 
der Tr Sgerfolle von der 



Strahlungs- vernetzbaren Kleber auf 
nfiusterfsrmig strukturiert 
musterfarmig 

die Kleberschicht (47) 
ragerfolie (45) von dem 
elektrische 

abgezogen wird, so 
dem Strahiungs- 
Bereich auf dem 
Bereich mit der 



di3 



dass - 



(34) 
mit< 



ersten 



zv/eiten 



3, Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kleberschicht mittels Tfefdruck auf die Grundfolie (51) aufgedruckt 
wird. 



4. Verfahren nach einem der vorhergehenderi Ansprpche, 
dadurch gekennzeichnet , 
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dass die Kleberschlcht (57) mtttels Offset-Druck od$r Fiexo-Druck auf die 
Grundfolie (51 ) aufgedruckt wird. 

5, Verfahren nach Anspruch 1, • 

dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kleberschlcht aus einem Strahlungs-verndtzbaren Weber nach 
derri Aufbringen derTransferfoMe (41) musterfdrrnici 
d|e Kleberschicht in einem musterfarmig strukturlerfcen Bereich aushMrtet, 
. und dass die Tragerfoiie von dem die Grundfolie (51 ). die Kleberschicht und 
die elektrische Funktionsschicht umfassenden Foliankflrper (68) abgezogen 
wird, so dass die elektrische Funktionsschiclit in dom musterf6rmig 
strukturierten ersten Bereich, in dem die Kleberschicht ausgehSrtet 1st, auf 
dem GmndkSrper (61 ) verbleibt, und in dem zwete n Bereich, in dem die ' 
Kleberschicht nicht ausgehSrtet 1st, mit der Tragerfolie (45) abgezogen wird. 



6. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet , 
dass die elektrische Funktionsschicht (47) aus 
Material besteht, dass die Tragerschicht (45) Strartlungs-transparent 
dass die Kleberschicht (57) von Seiten derTransf^rfolle 
Transferfolie (41) belichtet wird. 



einem semi-transparenten 

ist und 
(41)durch die 



7. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet , 
dass die Grundfolie Strahlungs-transparent 1st unA die Kleberschlcht von 
. Seiten der Grundfolie durch die Grundfolie belicht 3t wird. 



8. Verfahren nach einem der AnsprQche 5 bis 7, 
dadurch gkennzeichnet , 



*T. vim. ivvd it; 'JD 
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dass ein Strahlungs-vemetzbarer Kleber verwendefl wird, der im nicht 
ausgeharteten Zustand eine geringere AdhSsionskHaft gegenOber der 
elektriscHen Funktionsschicht als die AdhSslonskraft zwischen der 
elektrischen Funktionsschicht und der TrSgerfolie besitzt. 




9. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch g e kennze ichnet , 
dass die Kleberschicht aus einem Strahlungs-vem 
Aufbringen derTransferfolie (41) derart muster»i 
die Kleberschicht in einem musterfarmig strukturiei 
dass die Transferfolie (41) auf die musterfttmnig 
Kleberschicht aufgebracht wird, urid dass die TrSg 
Qrundfolie (61), die Kleberschicht und die elektris 
umfassenden FoiienkOrper (64) abgezogen wird, 
, Funktionsschicht (47) in dem musterfttrmlg struktu 
dem die Kleberschicht nicht ausgehartet 1st auf d 
und in dem musterfSrmig strukturierten zweiten B 
Kleberschicht ausgehartet ist, mit der Trtigerfolie 




lO.Verfahren nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet , 
dass die Kleberschicht anschliessend in einem 
zur Aushartung der noch nicht ausgeharteten Ben 
bestrahltwird. 



itzbaren Kleber vor dem 
iig bestrahtt wind, dass 
»n Berelch aushartet, 
iriert ausgehartete 
irfolle (45) von dem die 
le Funktionsschicht (47) . 
dass die elektrische 
ierten ersten Bereich, in 
(r Grundfolie (61 ) verbleibt 
relch, in dem die 
^5) abgezogen wird. 



rften Beflchtungsschritt 
siche der Kleberschicht 



H.Verfahren nach einem der AnsprOche 5 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet , 
dass zur Belichtung ein Maskenbelichter, insbesojidere ein 
Trommelbeiichter Oder ein Maskenbelichter (81) riilt einem Maskenband (83) 
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verwendet wird. 

12; Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQ^he, 
dadurch gekennzeichnet , 
dass eine Transferfolie (41 ) verwendet wlrd, die einje Ab!6seschicht (46) 
zwischen Tragerfblie (45) und elektrlscher Funktionsschicht (47) aufwelst. 

13.Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtijche, 

dadurch gekennzeichnet f 
• dass die elektrische Funktlonsschicht (47, 94, 97) 

Schichtist 



oine elektrisch leitfdhige 



14.Verfahren nach Anspruch 13, , 

dadurch gekennzeichnet , 

dass die elektrische Funktionsschicht leitfShige Nafa-PartikeJ, insbesondere 
Metal!-, Russ- oder Graphit-Partikel, enthait. 



15.Verfahren nach Anspruch 14, 

dadurch gekennzeichnet , 
dass die elektrische Funktionsschicht aus leitfahigfen 
Bindemittel, bevorzugt mit geringem Bindemittelar tell 




Nano-Partikein und 
, besteht. 



16-Verfahren riach Anspruch 14 oder Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die elektrische Funktionsschicht beim Aufbritjigen auf die Grundfolie 
komprimiert wird, wodurch sichdie elektrische Leijtfahigkeit der 
Funktionsschicht erhOht 
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17. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet f 
dass die elektrische Funktionsschlcht leitfShige Potymere enthait. 

1 8. Verfahren nach Anspruch 1 3 t , 
dadurch . gekennzeichnet , 
dass die elektrische Funktionsschlcht anorganisch^ Substanzen, 
beispielsweise ITO-Material, enthait. 

19. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die elektrische Funktionsschlcht eine Metalls^hicht oder eine Schlcht 
aus efner Metall-Legierung 1st. 

20. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die elektrische Funktionsschlcht eine elektrisih haibleitencle Schicht 
1st, die Insbesondere halbleitende Polymere aufwefst, 

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kleberschicht aus einem eiektrisch nicht eitfahigen Kleber besteht 

22. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kleberschicht aus einem eiektrisch leitfaljiigen Kleber besteht. 



23. Verfahren zur Herstellung einer Folia mit zumindejst 
Bauelement, insbesondere in organischer Halbleifer- 



einem elektrischen 
•Technologie, 
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dadurch ge kennzeichnet , 

dass auf eine Grundfolie eine Strahiungs-vernetzbajre Waschlackschicht in 
musterfSrmig strukturierter Form aufgebracht wind, iass die musterfSrmig 
strukturierte Waschlackschicht bestrahlt wlrd, so dsss die Waschlackschicht 
aushartet, dass auf die Waschlackschicht eine elekpische Funktionsschicht 
aufgebracht wlrd, und dass in einem Waschprozess die musterfSrmig 
strukturierte Waschlackschicht mit dern dariiber liejjenden Bereich der 
elektrischen Funktionsschicht entfemt wind, so das; s die elektrische 
Funktionsschicht auf dem GrundkSrper in dem mu* terffirmig strukturierten 
Bereich verbieibt, auf den keine Waschlackschicht aufgebracht war. 



24.Verfahren nach Anspruch 23, > 
dadurch gekennzeichnet , 
dass der Waschiack ein UV-vernetzbarer Waschiack 
und der Waschiack in dem Waschprozess mittels 



mlt SSuregruppen 1st 
Alher Lauge gelOst wird. 



25. Folie (55, 66, 69, 99) mit zumindest einem elektrischen Bauelement, 
insbesondere in organischer Halbleiter-Technologi s, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Folie (55, 66, 69, 99) eine Kleberschicht (57, 93, 96) aus einem 
Strahlungs-vemetzbaren Kleber aufweist, und dass die Kleberschicht (57, 



93, 96) zwischen einer musterfSrmig strukturierten 



Funktionsschicht (47, 94, 97) und einem FolienkSiper (51, 90) der Folie 
angeordnet ist und die musterfSrmig strukturierte (Elektrische 
Funktionsschicht (47, .94, 97) mit dem FolienkSrpejr (51 , 90) yerbindet 

26, Folie nach Anspruch 25, 

dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kleberschicht (57) aus einem Strahlungsf-vemetzbaren Kleber in 



elektrischen 
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gleicher Weise wie die musterfsrmig strukturiere e 
Funktionsschicht (47) musterfGrmig strukturiert ist 



ktrische 



27. Folle nach Anspruch 25 Oder 26, 

dadurch gekennzelchnet f 
dass die eiektrische Funktionsschicht (94, 97) eine 
Elektrodenschicht ist, die efne Oder mehrere Eiektnj>den 
Bauelements ausblldet. 




28 . Folie nach Anspruch 25 Oder 26, 
dadurch gekennzelchnet , 
dass die eiektrische Funktionsschicht eine mikrostrfukhjrierte 
Halblerterschlcht ist, die ein Oder mehrere halbleitejnde Komponenten des 
elektrischen Bauelements ausbiidet 

29. Folie{99) nach einem der Ansprtlche 25 bis 28 f 
dadurch gekennzeichnet , 
dass das eiektrische Bauelement ein onganischer j^eideffekt-Transistor 1st. 



mikrostrukturierte 
des elektrischen* 
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